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二、报告目录及图表目录

    前言
PCB上游产业包括PCB基材板原材料供应商和PCB生产设备供应商，下游产业包括消费

类电子，电脑及周边产品，汽车业和手机行业。按产业链可以分为原材料-覆铜板-
印刷电路板-电子产品应用。
PCB电路板产业链图
资料来源：公开资料整理

印刷电路板行业的发展主要受到下游整机企业的需求拉动，处于不断发展和进步的过程。
随着消费电子产品向着高密度、轻、薄、短、小的方向发展，以及工业类产品的多功能化、
移动化和网络化、PCB 企业必须不断提升精密制造能力、保证产品的高精度和高密度。

PCB 是电子产品的基础元器件，广泛应用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、
军用、精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。CCL 是制造
PCB 的基础原材料。电子铜箔、专用木浆纸是生产 CCL 的主要原材料。
2011-2016年中国PCB工业运行情况
资料来源：国家统计局

2016年我国PCB行业产量约2.39亿平方米，同比2014年的2.35亿平方米增长了1.7%，近
几年我国PCB行业产量情况如下图所示：
2009-2016年中国PCB行业产量情况
资料来源：公开资料整理

随着PCB行业近年来的稳步发展，在外商投资、新企成立、老企业技术改造、旧厂扩产
等众多因素的带动下，其发展速度快，规模逐渐扩大，国内PCB仪器装备市场在快速扩张。
2016年市场规模达到510亿元，2010年~2016年期间年均复合增长率达到11.0%，显著高于
全球市场7.5%的增长水平，显示出中国PCB仪器装备强健的市场增长潜力。
2009-2016年中国PCB行业主要数据情况
资料来源：公开资料整理

本PCB行业研究报告是智研咨询公司的研究成果，通过文字、图表向您详尽描述您所处
的行业形势，为您提供详尽的内容。智研咨询在其多年的行业研究经验基础上建立起了完善
的产业研究体系，一整套的产业研究方法一直在业内处于领先地位。本中国PCB行业研究报
告是2016-2017年度，目前国内最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的研究报告产品
，为您的投资带来极大的参考价值。

本研究咨询报告由智研咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国
家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关
总署、知识产权局、智研咨询提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全
国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。
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报告揭示了中国PCB行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国PCB行业做了重点企业
经营状况分析，并分析了中国PCB行业发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和
公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也
具有极大的参考价值。
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5.3.1 玻璃纤维的相关概述 69
玻纤布也是覆铜板的原材料之一，由玻纤纱纺织而成，约占覆铜板成本的40%（厚板）和2
5%（薄板）。玻纤纱由硅砂等原料在窑中煅烧成液态，通过极细小的合金喷嘴拉成极细玻
纤，再将几百根玻纤缠绞成玻纤纱。玻纤布的初始建设投资巨大，且停车成本较大，需不间
断生产。因此，玻纤布的价格受供需关系影响最大，在市场需求剧烈变动的情况下，玻纤布
的市场价格变动较大。玻纤布规格比较单一和稳定。目前中国大陆及台湾地区的玻纤布产能
已占到全球的70%左右。

玻璃纤维及制品制造，指以叶腊石、硼钙石等为原料经筛选、清洗、研磨、高温熔制、拉
丝、络纱、织布等工艺加工成性能优异的无机非金属材料的制造。根据国家统计局制定的《
国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），中国把玻璃纤维及制品制造行业归 入非
金属矿物制品业（国统局代码C30）中的玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（C306）
，其统计4级代码为C3061。
玻璃纤维是一种由熔融玻璃制成、性能优异的功能材料。按标准级规定，可以分为E级、S
级、C级、A级、D级、等几类；根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱、中碱和高碱玻璃纤
维；按照单丝直径的大小可分为粗纱、细纱和电子纱等三大系列。其中，粗纱常与树脂复合
后制成玻纤增强塑料（玻璃钢），纺织细纱可制成玻纤纺织制品，用电子纱织造而成的玻纤
布主要用于制造印刷电路板的原材料覆铜板等。
从产品的用途上看，玻纤主要有以下几类产品：1）热固性增强基材，如可用于满足风电用
的玻纤制品；2）热塑性增强基材：如短切纤维、混合纱、长纤维增强材料（LFT）、玻纤
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毡增强片材；3）沥青用玻纤增强材料；4）玻纤产业织物。其中，增强材料占比约70%-75
%；而纺织材料约占25%-35%。玻璃纤维制品分类 类别 特性 用途 无碱玻纤（E-玻璃）
良好的电气绝缘性及机械性能，耐高温，不耐酸和强碱
玻璃钢增强材料、管道、风电叶片、汽车车体、贮罐、渔船、游艇、模具、土工格栅
中碱玻纤（C-玻璃） 耐化学性特别是耐酸性优良，电气性能差，价格低廉 耐腐蚀，广泛应
用于石油、化工领域管道储罐及建筑、工业设备、体育设施、酸性过滤布、窗纱基材等
高碱玻纤（A-玻璃）
碱金属含量14%-17%，熔制和成形温度比E玻纤低。耐酸性好，机械强度较差，耐水性差。
耐酸性的蓄电池隔板、电镀槽、硫酸厂酸雾过滤 耐碱玻纤（AR）
组成中含有氧化锆，能耐碱性物质长期侵蚀 增强水泥
资料来源：公开资料整理高性能玻纤分类 类别 细分类别 分类 特性 用途 高性能玻纤
高强高模玻纤S-玻璃、S-2、Hiper-tex、Vipro、TM-glass、GMG高模量玻纤，弹性及强度
国防军工、航空航天、风电叶片基材、压力容器及高压管道 耐腐蚀玻纤
ECR、Advantex、E6、ECT 无氟无硼，防止化学物质腐蚀，耐酸性与耐水性好
烟气脱硫、化工机海洋工程用容器及管道 低介电玻纤 D-玻璃、NE、L-glass
其B2O3含量甚高（20%-26%），故其介电常数和介电损耗都小于E玻璃
航空航天导波、印刷电路板、通讯器材、高速数字电子系统
资料来源：公开资料整理
玻璃纤维的生产有"球法坩埚拉丝"、"池窑法直接拉丝"两种工艺。坩埚法采用废旧碎玻璃融
成玻璃球，再通过电加热融化拉丝，能耗高、产品品质差。池窑法直接拉丝将叶蜡石等磨细
入窑，加热熔化物料后直接拉丝，产量大、质量稳、能耗低，是目前最先进的工艺方法。玻
纤拉丝后再经过络纱、织布等工序，可形成各类机织物。

池窑拉丝法一直占据主流工艺，同时应用多孔漏板、多合金漏板、无硼配方、纯氧燃烧等
，使得玻纤直径得以精确控制，生产能耗不断下降，污染不断降低，玻纤稳定性等品质不断
提高。

玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、
隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性。其上游原料包括叶腊
石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等主要矿物原料和硼酸、纯碱等化工原料，
而下游应用领域广泛，既包括建材、电子等传统领域，也涉足风电、航天航空，海洋工程等
新兴领域。从产业链上看，玻璃纤维行业已形成玻纤、玻纤制品、玻纤复合材料三大环节，
并且环环相扣。

目前，世界玻纤产业已形成从玻纤、玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链，其上游产业
涉及采掘、化工、能源，下游产业涉及建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制
造等传统工业领域及航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。

从全球角度来看，玻纤下游需求主要集中于建筑与交通领域，总占比60%，分别占比32%
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和28%。
2016年全球玻璃纤维下游需求结构
资料来源：公开资料整理
5.3.2 中国玻璃纤维面临巨大市场需求 72

玻纤用途广泛，在建材、石化、汽车、印刷电路板、风电叶片、电子
电气、新能源等领域中有大量应用，需求增长与宏观经济具有同步性。2014
年以来，随着美国和欧盟经济进一步好转，海外玻纤市场增长趋势明朗，预计 2016~2020
年全球玻纤需求复合增速在 6%左右；而在风电、交通等
需求带动下，国内玻纤需求增速更高，预计未来五年的复合增速
8~10%。2009-2016年中国玻璃纤维供需平衡表分析（万吨） 年份 产量 进口 出口
表观消费量 2009年 292.6 19.1 97.7 214.0 2010年 364.1 25.7 121.0 268.8 2011年 372.2
21.1 122.1 271.2 2012年 431 20.5 122.0 329.5 2013年 494.9 23.5 120.3 398.1 2014年
521.3 24.9 132.6 413.6 2016年 592.7 23.8 128.9 487.6
 资料来源：国家统计局、中国海关

玻璃纤维的主要应用领域首先是航空领域。玻璃纤维另一个应用较多的领域是能源电力。
专家介绍，目前火力发电量占全球发电量的一半以上，所有的火力发电厂最终都要安装洗涤
塔和脱硫系统，而玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）则是这一应用领域内性价比最高的材料。我
国玻璃钢在脱硫系统的应用还处于上升阶段，已有少数玻璃钢企业能够提供满足脱硫系统使
用要求的玻璃钢制品。在未来20年内，我国燃煤电厂的脱硫容量将增长一倍以上，如果玻璃
钢行业采取适当的措施，加强产品开发、设备制造和技术更新，加强市场宣传和拓展，必将
为玻璃钢产品在烟气脱硫市场的应用开拓出广阔的市场。
此外，输变电设施也是玻璃纤维的应用市场之一⋯⋯
5.3.3 2016年中国玻璃纤维行业经济运行情况 74
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